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@ Chipnnodul insbesondere zur Implantation in einen Chipkartenkorper 

@ Chipmodul insbesondere zur Implantation in einen 
Chipkartenkorper (25)/mit einem Trager (10) und einem 
auf demTrager aufgebrachten Chip (13), dadurch gekenn- 
zefchnet, daB auf de.m Trager eine den Chip ganz oderteil- 
wetse umlaufende sockelartige Erhebung (23) vorgesehe- 
nen ist, auf die ein Versteifungsrahmen (22) aufsetzbar ist. 
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Beschreibung 



Die voriiegende Erfindung betrifFt ein Chipmodul gemaB 
dem Oberbegriff des Patentanspnichs 1, d. h. ein Chipmodul 
insbesondere zur Implantation in einen Chipkartenkorper, 5 
mil einem Ti^ger und einem auf dem Trager aufgebrachten 
Chip. 

Derartige Chipmodule sind in einer \^elzahl von ver- 
schiedenen Ausfuhrungsformen bekannt. 

Kemstuck eines jeden Chipmoduls ist, wie die Bezeich- lO 
nung schon andeutet, ein (Halbleiter-)Chip. Dieser Chip 
wird mittels eines Klebers auf einen in der Regel aus* Ep- 
oxidharz oder dergleichen gefertigten Trager geklebt und 
durch Bonden oder dergleichen mit auf dem Trager vorgese- 
henen leitenden Strukturen elektrisch verbunden. 15 

Wenn das Chipmodul zum Einsatz in einer aufiere Kon- 
taktstellen aufweisenden (kontaktbehafteten) Chipkarte vor- 
gesehen ist, so umfassen die leitenden Strukturen des Tra- 
gers zumindest die Kontaktflachen (Oberftachenkontakte) 
der herzustellenden Chipkarte. Ist das Chipmodul zum Ein- 20 
satz in einer nicht kontaktbehafteten, also kon.taktlosen 
Chipkarte vorgesehen, so umfassen die leitenden Strukturen 
des Tragers zumindest solche Strukturen, die zum AnschluB 
an eine auBerhalb des Chipmoduls angeordnete, genauer ge- 
sag t an ei ne i m Chipkartenkorper integrierte Antenne vorge- 25 
sehen sind. 

Zum Schutz des Chips wird in der Regel ein denselben 
urngebender, nomialerweise metallischer Versteifungsrah- 
rnen auf den Trager aufgeklebt und mit einer den Chip und 
die Bonddrahte (vor mechanischen Beschadigungen und vor 30 
opdschen Analysen) schutzenden Masse aufgefiillt. Eine 
derartige Anordnung ist beispielsweise aus der 
DE39 24 439 A 1 bekannt. 

Das fertige Chipmodul wird abschlieRend in eine entspre- 
chende AusspcU*ung eines Chipkartenkorpers eingesetzt (im- 35 
plantiert), wodurch im Ergebnis eine gebrauchsfertige Chip- 
karte entsteht. 

Handelt es sich bei der herzustellenden Chipkarte um eine 
kontaktbehaftete Ciiipkarte, so kann die Implantation des 
Chipmoduls in den Chipkartenkorper allein durch mechani- 40 
sches Verbinden (Verkleben) von Chipmodul und Chipkar- 
tenkorper erfolgen. Fiir solche Anwendungen ausgebildete 
Chipmodule enthalten namlich, wie vorstehend bereits er- 
wahnt wurde, nicht nur den Chip selbst, sondern auch die an 
der fertigen Chipkarte auBen liegenden Kontaktflachen 45 
(Oberftachenkontakte), so daB keine elektrische Verbindung 
zwischen dem Chipmodul und dem Chipkartenkorper erfor- 
derlich ist. 

Handelt es sich bei der herzustellenden Chipkarte um eine 
kontaktlos betreibbare Chipkarte, so erfordert die Implanta- 50 
tion des Chipmoduls in den Chipkartenkorper neben der me- 
chanischen Verbindung von Chipmodul und Chipkartenkor- 
per auch eine elektrische Verbindung derselben (um eine im 
Chipkartenkorper integrierte Antenne an den im Chipmodul 
enthaltenen Chip anzuschlieBen). Derartige Anordnungen 55 
sind aus der DE 195 00 925 Al oder der EP 0 682 321 A2 
bekannt. 

Aus der CH 686 462 A2 ist femer eine Anordnung be- 
kannt, bei der der Chip auf einem Leadframe angeordnet ist. 
Der Leadframe ist derart ausgestaltet, daB durch diesen so- 60 
wohl externe Kontakte gebildet werden als auch aus dem 
Modul Fortsatze herausragen, die zur Positionierung des 
Modules in einem kartenformigen Korper dienen. 

Die Erfahrung zeigt, daB insbesondere kontaktlose Chip- 
karten bisweilen uberhaupt nicht oder nur eingeschrankt 65 
brauchbar sind. 

Der vorliegcnden Erfindung Hegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, das Chipmodul gemaB dem Oberbegriff des Paient- 



anspruchs 1 derart weiterzubilden, daB kontaktlos betreib- 
bare Chipkarten unter Verwendung desselben auf auBerst 
-einfache Weise zuverlassig fehlerfrei herstellbar sind. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die im kenn- 
zeichnenden Teil des Patentahspruchs 1 beanspruchten 
Merkmale gelost. 

Demnach ist auf dem Trager eine den Chip ganz oder teil- 
weise umlaufende sockelartige Erhebung vorgesehenen, auf 
die ein Versteifungsrahmen aufsetzbar ist. 

Durch das Vorsehen der besagten Erhebung kann fur den 
Versteifungsrahmen eine Auflageflache geschaffen werden, 
auf welche dieser unabhangig von sonstigen Strukturen auf 
der betreffenden Oberflache des Tragers des Chipmoduls 
groBflachig und in einer genau definierten Lage aufsetzbar 
ist 

Damit kann zuverlassig ausgeschlossen werden, daB lei- 
tende Strukturen wie Leiterbahnen und dergleichen, welche 
auf derjenigen Oberflache des Tragers des Chipmoduls ver- 
laufen, auf welcher der Versteifungsrahmen anzuordnen ist, 
durch diesen elektrisch kurzgeschlossen oder in sonstiger 
Weise negativ beeinfluBt werden. 

Dies gilt selbst dann, wenn zumindest Telle der Erhebung 
durch die besagten, vor Kurzschliissen zu schutzenden lei- 
tenden Strukturen selbst gebildet werden und der Verstei- 
fungsrahmen "nur einfach" auf die Erhebung aufgeklebt 
wird. Insbesondere die groBflachige und gleichmaBig ver- 
teilte Auflagemoglichkeit, die die Erhebung fiir den Verstei- 
fungsrahmen bieten kann, sorgt namlich dafiir, daR der Ver- 
steifungsrahmen rundura nur mit.telbar iiber den (vorzugs- 
weise isolierenden) Kleber mit der Erhebung in Verbindung 
kommen kann. 

Die rundum im wesentlichen unterbrechungsfreie und 
ebene Auflageflache, die die Erhebung fiir den Versteifungs- 
rahmen bereitstellen kann, sorgt dariiber hinaus dafur, daB 
zwischen dem Versteifungsrahmen und der Auflageflache, 
auf welcher dieser aufgesetzt wird, keine oder jedenfalls 
keine solchen Lucken entstehen konnen, die nicht durch den 
Kleber, durch welchen der Versteifungsrahmen auf die Er- 
hebung geklebt wird, mehr oder weniger vollstandig aufge- 
fiillt werden konnen. Dadurch kann erreicht werden, daB 
eine zur Herstellung eines sogenannten Globe Top vorgese- 
hene Abdeckmasse, mit welcher das Innere des Verstei- 
fungsrahmens mehr oder weniger vollstandig aufgefiillt 
wird, nicht nach auBen entweichen kann. Dies wiederum hat 
den positiven Effekt, daB anders als bisher keine Gefahr be- 
steht, daB auBerhalb des Versteifungsrahmens verlaufende 
leitende Strukturen, welche elektrisch mit auBerhalb des 
Chipmoduls befindlichen Chipkarten-Komponenteii zu ver- 
binden sind, von einer aus dem Versteifungsrahmen entwei- 
chenden Abdeckmasse uberzogen und dadurch fiir elektri- 
sche Verbindungen unbrauchbar gemacht werden. 

Leitende Strukturen, die auf derjenigen Seite des Tragers 
vorgesehen sind, auf welche auch der Versteifungsrahmen 
aufzusetzen ist, werden durch den Versteifungsrahmen also 
weder in ihren elektrischen Eigenschaften noch in ihren me- 
chanischen Eigenschaften negativ beeihfluBt. 

Darnit bleiben insbesondere auch diejenigen leitenden 
Strukturen unbeeinfluBt, die zur Verbindung des im Chip- 
modul enthaltenen Chips mit der im Chipkartenkorper inte- 
grierten Antenne dienen. 

Entsprechendes gilt fiir den Fall, daB der Chip ohne Vor- 
sehen eines Versteifungsrahmens mit einer entsprechend fe- 
sten (steifen) Abdeckmasse wie einer Moldmasse, einer 
therrnisch aushartenden Abdeckmasse oder dergleichen be- 
deckt wird. In diesem Fall ist die Erhebung als An- und/oder 
Auflageflache fiir eine GuBforrn oder sonstige Hilfsmittel 
vcrwendbar. Damit kann auch in diesem Fall gewahrleistet 
werden, daB maximal solche Spalte oder Unterbrechungen 
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zwischen der GuBform und dem Trager vorhanden sind bzw. 
offen bleiben, welche von der venvendeten Abdeckmasse 
nicht durchdrungen werden konnen. 

Es wurde mithin ein Chiprnodul geschaffen, durch wel- 
ches insbesondere Chipkarten, deren Chipmodule elektrisch 5 
mit dem Chipkartenkorper verbunden werden miissen, also 
unter anderem auch kontaktlos betreibbare Chipkarten unter 
Verwendung desselben auf auBerst einfache Weise zuverlas- 
sig fehlerfrei herstellbar sind. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen- lO 
stand der Unteranspriiche. 

Die Erfindung wird nachfolgend an hand eines Ausfiih- 
rungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung naher 
erlautert. Es zeigen 

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Tragerband, mit einer Viel- 15 
zahl von teilweise fertiggestellten erfindungsgemaBen Chip- 
modulen, 

Fig, 2 eine stufenweise durch verschiedene Ebenen ver- 
laufende Schnittansicht durch ein komplett fertiggestelUes 
erfindungsgemaRes Chiprnodul, und 20 

Fig. 3 eine stark schernatisierte Schnittansicht eines Chip- 
kartenkorpers rait einern in diesen eingesetzten erfindungs- 
gemaBen Chiprnodul. 

Das erfindungsgeinaBe Chiprnodul ist wie die herkomm- 
lichen Chipmodule in Chipkartenkorper einsetzbar, wo- 25 
durch ini Ergebnis eine Chipkarte entsteht. Chipmodule die- 
ser Art sind jcdoch nichl nur fur die derz.eit gebrauchlichen 
"nonualen" Chipkarten wie Telefonkarten, Authentisie- 
rungskarten und dergleichen, sondem generell fiir Chips 
enthaltende Karten oder Module jeder Art verwendbar, also 3i) 
beispielsweise auch fur die sogenannten SIM-Modulc fiir 
Mobiltelefone etc. 

Das irn folgenden beschriebene Chiprnodul eignet sich 
zur Herstellung einer Chipkarte, welche sowohl als kontakt- 
behaftete als auch als kontaktlose Chipkarte verwendbar ist, 35 
Derartige Chipkarten werden irn folgenden der Einfachheit 
halber als Kombikarten bezeichnet. 

Kombikarten zeichnen sich dadurch aus, daB sie einer- 
seits an vorbestimmten Stellen auBere AnschluBmoglichkei- 
ten in Form von Oberflachenkontakten zur drahtgebundenen 40 
Infomiationsubertragung, und andererseits eine Antenne zur 
drahtlosen Infomiationsubertragung aufweisen. 

Die Oberflachenkontakte sind im Chipmodul integriert, 
wohingegen die Antenne im Chipkartenkorper enthalten ist 
und mit entsprechenden Anschlussen des Chipmoduls (des- 45 
sen Chips) elektrisch verbunden werden muB. 

Obgleich sich das nachstehend beschriebene Chipmodul 
insbesondere fiir den Einsatz in Kombikarten und kontaktlos 
betreibbaren Chipkarten eignet, sind erfindungsgemaS aus- 
gebildete Chipmodule grundsatzlich auch in beliebigen an- 50 
deren Chipkarten und -modulen vorteilhaft einsetzbar. 

Das im folgenden naher beschriebene Chipmodul ist in 
den Figuren mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnet. Das 
Chipmodul 1 ist eines einer Vielzahl von Chipmodulen die 
hintereinander und nebeneinander liegend auf einem Trager 55 
10 ausgebildet werden. 

Als Trager 10 wird vorzugsweise ein Tragerband verwen- 
det. Ein Ausschnitt eines solchen Tragerbandes mit vier 
noch in der Herstellung befindlichen Chipmodulen 1 ist in 
der Fig. 1 gezeigt. 60 

Das (aus einem elektrisch isolierenden Epoxidharz beste- 
hende) Tragerband weist seitliche Perforationslocher auf, 
welche einen einfachen und zuverl^ssigen Transport des 
Tragerbandes wahrend der Herstellung der Chipmodule 1 
ennoglicht. Auf dem gezeigten Ausschnitt des Tragerbandes 65 
sind vier Chipmodule 1 ausgebildet, welche nach deren Fer- 
tigsteilung durch Zerschneiden bzw. Zersagen des Trager- 
bandes liings . in der Fig. 1 gepunktei eingezcichneter 
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Schnittlinien 11 vereinzelt werden. 

Der Aufbau eines jeden Chipmoduls 1 ist aus der Fig. 1 
(Draufsicht) und aus der Fig. 2 (seitliche Schnittansicht) er- 
sichtlich; in der Fig. 2 wurden, obgleich es sich um eine 
Schnittdarstellung handelt, aus Grlinden der besseren Uber- 
sichtlichkeit keine Schraffuren eingezeichnet. 

Das Herzstiick eines jeden Chipmoduls 1 ist ein auf den 
Trager 10 durch einen Kleber 12 aufgeklebter Chip 13. Die- 
ser Chip 13 ist vorzugsweise durch Bonden mit auf dem Tra- 
ger 10 Oder innerhalb des Tragers 10 vorgesehenen leiten- 
den Strukturen verbunden. 

Die leitenden Strukturen befinden sich im betrachteten 
Beispiel sowohl auf der Seite des Tragers 10, auf welcher 
der Chip 13 angeordnet ist, als auch auf der dieser Seite ge- 
geniiberliegenden Seite des Tragers 10. Diejenige Seite des 
Tragers 10, auf welcher der Chip 13 angeordnet ist, wird im 
folgenden als die Chipseite 14 des Tragers 10 bezeichnet, 
und die der Chipseite 14 gegen uberliegende Seite des Tra- 
gers 10 wird als dessen Kontaktflachenseite 15 bezeichnet. 

Die auf der Chipseite 14 des Tragers 10 ausgebildeten lei- 
tenden Strukturen bestehen aus einer diesseits des Chips 13 
verlaufenden ersten Leiterbahn 16 und einer jenseits des 
Chips 13 verlaufenden zweiten Leiterbahn 17, iiber welche 
eine im Chipkartenkorper vorgesehene Antenne mit dem 
Chip 13 verbindbar ist; die Leiterbahnen 16 und 17 sind 
iiber Bonddrahte 18 mit entsprechenden Anschlussen des 
Chips 13 verbunden. 

Die auf der Kontaktllachenseite 15 des Tragers 10 ausge- 
bildeten leitenden Strukturen sind Kontaktllachen (Oberfla- 
chenkontakte) 19 ausgebildet, iiber welche die das beschrie- 
bene Chipmodul 1 enthaltende Chipkarte spSter kontaktier- 
bar sein wird; die Kontaktttachen 19 sind uber Bonddrahte 
20 mit entsprechenden Anschlussen des Chips 13 verbun- 
den, wobei die Bonddrahte 20 jeweils durch im Trager 10 
vorgesehene Bondlocher 21 verlaufen. 

Die Anschliisse des Chips 13, iiber welche dieser iiber die 
Leiterbahnen 16 und 17 mit der Antenne zu verbinden ist, 
sind nicht zugleich solche Anschlusse, die mit den An- 
schluBstellen 19 zu verbinden sind. Dadurch kann verhin- 
dert werden, daB die Antennenanschlusse des Chips uber die • 
AnschluBstellen 19 kurzgeschlossen werden. 

Der Chip 13 ist von einem Versteifungsrahmen 22 umge- 
ben, welcher auf eine auf dem Trager 10 ausgebildete sok- 
kelartige Erhebung in Form eines Rahmentragers 23 aufge- 
setzt ist. 

Der Rahmentrager 23 umlauft den Chip 13 im wesentli- 
chen vollstandig; er besteht aus dem selben Material wie die 
auf der selben Seite des Tragers 10, ^. h, auf der Chipseite 
14 vorgesehenen Leiterbahnen 16 und 17 und wird auf die 
selbe Art und Weise zusammen mit diesen hergestellt. 

Dort, wo die Leiterbahnen 16 und 17 unter dem Verstei- 
fungsrahmen 22 hindurchlaufen, bilden diese zugleich einen 
Teil des Rahmentragers 23, Die durch die Leiterbalinen 16 
und 17 gebildeten Rahnientragerteile und die nicht durch die 
Leiterbahnen 16 und 17 gebildeten Rahmentragerteile wei- 
sen die selbe HQhe auf und bilden dadurch eine ebene Auf- 
lageflache, auf welche der Versteifungsrahmen 22 groBfla- 
chig und genau definiert, d. h. insbesondere kippfrei aufge- 
setzt werden kann. Altemativ kann vorgesehen werden, die 
Leiterbahnen 16 und 17 etwas niedriger auszubilden als die 
diejenigen Telle des Rahmentragers 23, die nicht durch die 
Leiterbahnen 16 und 17 gebildet werden. 

Damit die Leiterbahnen 16 und 17 durch die nicht durch 
diese gebildeten, ebenfalls metallischen Rahmentragerab- 
schnitte nicht kurzgeschlossen oder in sonstiger Weise elek- 
trisch beeinfluBt werden, sind irn Ralimentrager 23 entspre- 
chende Unterbrechungen (Spalte) vorgesehen. 

Diese, in den Figuren nicht dar;gestellten Unterbrechun- 
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gen sind vorzugsweise (aber nicht unbedingt) unmi^telbar • 
neben den Leiterbahnen 16 und 17, d. h. zwischen den Rah- 
mentragerteiien, die durch die Leiterbahnen 16 und 17 ge- 
bildet werden und den Rahmentragerteilen, die nicHt durch 
die Leiterbahnen 16 und 17 gebildet werden, voigesehen. 5 
Dadurch kann verhindert werden, daB die physikalischen Ei- 
genschaflen der Leiterbahnen 16 und 17, insbesondere deren 
kapazitive und indukdve Widerstande ubermaBig verandert 
werden. Grundsatzlich konnen jedoch beliebig viele und an 
beliebigen Stellen des Rahmentragers 23 ausgebildete Un- 10 
terbrechungen vorgesehen sein. 

Die Breite und/oder die Form der Unterbrechungen sind 
so zu bemessen, daB einerseits eine gute elektrische Isolie- 
rungswirkung erzielt wird und daB andererseits nur ein sol- 
cher Spalt gebildet wird, durch welchen eine spater noch ge- 15 
nauer beschriebene Abdeckmasse nicht entweichen kann. 
Irn betrachteten Beispiel liegt die Breite der Unterbrechung 
vorzugsweise im Bereich zwischen 10 pm und 100 pnn. 

Zur Befestigung des Versteifungsrahmens 22 auf deni be- 
schriebenen Rahmentrager 23 wird ein elektrisch isolieren- 20 
der Kleber verwendet. Die Dicke der zwischen dem Rah- 
mentrager 23 und dem Versteifungsrahmen 22 einbringba- 
ren Kleberschicht variiert zwischen 10 pm und 35 pm, ist 
aber - jedenfalls bei Vorsehen des beschriebenen Rahmen- 
tragers 23 - grofi genug, urn zu verhindem, daB die Leiter- 25 
bahnen 16 und 17, die ja Teile des Rahmentragers 23 bilden, 
durch den in der Regel rnetaliischen Versteifungsrahmen 22 
kurzgeschlossen werden. Die relativ geringe Dicke der zwi- 
schen den Rahmentrager 23 und den Versteifungsrahmen 22 
einbri ngbaren Kleberschicht reicht insbesondere deshalb fur 30 
eine gute Isolationswirkung aus, weil der Versteifungsrah- 
men 22 iibcr dem im wesentlichen ebenen Rahmentrager 23 
groBflachig aufliegen und — anders als ohne Vorsehen des 
Rahmentragers 23 - nicht uber die von der Oberflache des 
Tragers 10 emporragenden Leiterbahnen 16 und 17 unter lo- 35 
kaler Verringerung der Kleberschichtdicke zur Seite kippen 
kann, 

Sofem die vorstehend erwahnten Unterbrechungen im 
Rahmentrager 23 nicht zu breit sind, werden diese beim 
Aufkleben des Versteifungsrahmens 22 auf den Rahmentra- 40 
ger 23 durch den isolierenden Kleber geschlossen. 

Der innerhalb des Versteifungsrahmens 22 liegende Be- 
reich wird mit einer den Chip 13 und die Bonddrahte 18 und 
20 vor mechanischen Beschadigungen und optischen Analy- 
sen schiitzenden Abdeckmasse 24 aufgefullt; dadurch wird 45 
ein sogenanntes Globe Top hergestelU. 

Die Abdeckmasse 24 kann aus dem vom Versteifungsrah- 
men 22 und dem Rahmentrager 23 uinschlossenen Innen- 
raum nicht entweichen, weil zwischen dem Versteifungsrah- 
men 22 und dem Rahmentrager 23 keine oder jedenfalls 50 
keine solchen Offnungen vorhanden sind, die ein Austreten 
der Abdeckmasse 24 erlauben. Der Versteifungsrahmen 22, 
der Rahmentrager 23 und die Verbindung zwischen densel- 
ben sind im wesentlichen luckenlos dicht; gegebenenfalls 
vorhandene Offnungen sind so geformt und/oder bemessen, 55 
daB sie nicht oder allenfalls nur in vernachlassigbarem Um- 
fafig von der Abdeckmasse 24 durchdrungen werden kon- 
nen. Die (elektrisch isoUerende) Abdeckmasse 24 kann da- 
her nicht auf auBerhalb des Versteifungsrahmens 22 verlau- 
fende leitende Striikturen wie die Leiterbahnen 16 und 17 60 
gelangen, wodurch als Kontaktstellen zu verwendende Ab- 
schnitte derselben anders als bisher nicht in ihrer Funktion 
beeintrachtigt werden konnen. 

Das Chipmodul wird nach dessen Fertigstellung wie in 
der Fig. 3 schematisch dargestellt in eine entsprechende 65 
Ausspaning eines Chipkartenkorpers eingesetzt. 

Die Fig. 3 isi eine stark vereinfachte Darsiellung, in vvel- 
cher insbesondere das Chipmodul 1 nur stark schematisiert 



dargestellt ist. Dariiber hinaus sind, obgleich es sich um eine 
Schnittansicht handelt, aus Grunden der Obersichtlichkeit 
keine Schraffiiren eingezeichnet. 

Der Chipkartenkorper ist in der Fig. 3 mit dem Bezugs- 
zeichen 25, und die darin zum Einsetzen des Chipmoduls 1 
vorgesehene Aussparung mit dem Bezugszeichen 26 be- 
zeichnet. 

Durch die Aussparung 26 hindurch verlaufen elektrisch 
leitende Strukturen in Form von zwei zumindest teilweise 
frdliegenden bzw. freigelegten (AntennenanschluB-)Leitun- 
gen 27, welche zu einer im Chipkartenkorper 25 integrierten 
Antenne gehoren oder fuhren. 

Beim Einsetzen des Chipmoduls 1 in die Aussparung 26 
des Chipkartenkorpers 25 kommen die elektrisch leitenden 
Strukturen des Chipmoduls 1, d. h. die Leiterbahnen 16 und 
17 zumindest teilweise in eine frontale Gegeniiberlage zu 
den elektrisch leitenden Strukturen des Chipkartenkorpers 
25, d. h. zu den AntennenanschluBleitungen 27; die Leiter- 
bahnen 16 und 17 kommen dabei iiber oder - wie in der Fig. 
3 gezeigt ist ~ sogar auf den AntennenanschluBleitungen 27 
zu Uegen. 

Setzt man das Chipmodul 1 wie beschrieben in die Aus- 
sparung 26 des Chipkartenkorpers 25 ein, so konrmien die 
auf der Kontaktflachenseite 15 des Tragers 10 ausgebildeten 
Kontaktflachen 19 des Chipmoduls 1 'automatisch auf der 
AuBenseite der Chipkarte zu liegen. 

Das Chipmodul 1 wird in der in der Fig. 3 gezeigten Stel- 
lung mit dem Chipkartenkorper verklebt. 

Die Leiterbahnen 16 und 17 und die AntennenanschluB- 
leitungen 27 werden durch eine geeignete Verbindungstech- 
nik zusatzlich elektrisch miteinander verbunden. Dies kann 
beispiclswcisc dadurch bcwcrkstclligt werden, daB eine an 
der gewunschten Verbindungsstelle vorgesehene Lotpaste 
von auBen durch den Trager 10 hindurch mittels eines La- 
sers auf die Schmelztemperatur erhitzt wird. Sofern die Lei- 
terbahnen 16 und 17 und die AntennenanschluBleitungen 27 
wie in Fig. 3 gezeigt direkt aufeinander liegen, befinden sie 
schon allein dadurch in Kontakt miteinander, so daB auf eine 
zusatzliche Verbindung durch Verloten oder dergleichen 
verzichtet werden kann; nichtsdestotrotz konnen sie selbst- 
verstSndlich gleichwohl miteinander verlotet werden. 

Die Leiterbahnen 16 und 17 und/oder die Kontaktflachen 
19 sind, falls eine separate Verbindung zwischen den Leiter- 
bahnen 16 und 17 und den AntennenanschluBleitungen 27 
beabsichtigt ist, vorzugsweise so angeordnet und ausgebil- 
det, daB die Kontaktflachen 19 das Erhitzen der Lotpaste 
nicht behindern. Insbesondere sind die Leiterbahnen 16 und 
17 und/oder die Kontaktflachen 19 derart angeordnet, daB 
die Abschnitte der Leiterbahnen 16 und 17, die mit den An- 
tennenanschluBleitungen 27 zu verbinden (zu verioten) sind, 
unter Zwischenraumen zwischen den AnschluBstellen 19 zu 
liegen kommen; die normalerweise sehr schmalem Zwi- 
schenraume zwischen den AnschluBstellen (die Standard- 
breite beUragt 0,2 mm) werden an den en tsprechenden Stel- 
len vorzugsweise lokal breiter ausgefuhrt. 

Das vorstehend hinsichtlich des Aufbaus beschriebene er- 
findungsgemaBe Chipmodul 1 wird wie folgt hergestellt: 

Ausgangspunkt ist ein Tragerband, das weder die Bondlo- 
cher 21 noch irgendwelche leitenden SUrukturen auf seinen 
Oberflachen aufweist und vorzugsweise noch beim Trager- 
bandhersteller mit denselben versehen wird. 

Die Bondlocher 21. werden durch Bohren oder Stanzen 
erzeugt. 

Die leitenden Strukturen, genauer gesagt die Leiterbah- 
nen 16 und 17 sowie die Kontaktflachen 19 werden unter 
Verwendung einer elektrisch leitenden Folic erzeugt, welche 
auf das Tragerband nachtraglich aufbringbar ist. Zusarnmen 
mit der Hersiellung der genannten leitenden Strukturen wird 
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auch der Rahmentxager 23 hergestellt; der Rahmentrager 23 
ist damit im betrachteten Beispiel ebenfalls eine leitende 
Struktur, welche jedoch nicht als solche verwendet wird. 

Die elektrisch leitende Folie (im betrachteten Beispiel 
eine Kupferfolie), durch welche bzw. aus welcher die Leiter- 
bahnen 16 und 17, die Kontaktflachen 19 und der Rahmen- 
trager 23 gebildet bzw! hergestellt werden, wird ohne zu- 
satzlichen Kleber auf die entsprechenden Seiten des Trager- 
bandes auflaminiert. Die leitende Folie kann wahlweise 
schon die erforderliche Struktur aufweisen oder aber erst 
nachtraglich, d, h. erst nach dem Auflaminieren auf dasTra- 
gerband entsprechend strukturiert werden. 

Beim nachtraglichen Strukturieren werden die nicht be- 
notigten Abschnitte der leitenden Folie jeweils chemisch, 
d. b. bei spiels weise durch selekdves Atzen entfernt. Die lei- 
tende Folie wird dadurch auf die gewiinschte Geometrie re^ 
duziert. Im Ergebnis bleiben von der leitenden Folie auf der 
Kontaktflachenseite 15 die Kontaktflachen 19 und auf der 
Chipseite 14 die Leiterbahnen 16. und 17 sowie der Rahmen- 
trager 23 Li brig. 

Die Leiterbahnen 16 und 17 von auf dern Triigerband be- 
nachbarten Chiprnodulen sind, wie aus der Fig. 1 ersichtlich 
ist, zu einem durchgehenden Leiterbahnabschnitt zusam- 
mengefaBt. Dies ist problemlos riioglich, weil der durchge- 
hende Leiterbahnabschnitt beim Vereinzeln der Chipmodule 
(Heraustrennen der Chipmodule aus dern Tragerband langs 
der Schnittlinien 11) ohnehin durchtrennt wird. 

Im AnschluB an das Aulbringen und das gegebenenfalis 
erforderliche Strukturieren der leitenden Folie wirci diese ei- 
ner galvanischen Veredelung unterzogen. Iin betrachteten 
Ausfuhrungsbeispiel wird dabei auf die durch die leitende 
Folie gebildete Kupferschicht zunachsr eine Nickel schicht., 
und auf diese eine Goldschicht .au fgebracht. Bei den Kon- 
taktflachen 19 geschieht dies an denjenigen Stellen, wo sich 
die Bondlocher 21 beflnden, von beiden Seilen der die Kon- 
taktflachen bildenden Kupferschicht. Anstelle des Schicht- 
aufbaus Cu-Ni-Au kann auch ein Schichtaufbau Au-Ni-Cu- 
Ag oder ein sonstiger bondfahiger Schichtaufbau vorgese- 
hen werden. 

SamtUche leitenden Strukturen auf dem Tragerband wer- 
den auf exakt die selbe Art und Weise hergestellt. Fiir die 
Leiterbahnen 16 und 17 sowie den Rahmentrager 23 bedeu- 
tet dies, daB diese exakt die selbe Hohe und exakt die selben 
physikalischen und chernischen Eigenschaften aufweisen. 

Auf das wie beschrieben vorbereitete Tragerband werden 
sodartn die Chips 13 aufgeklebt und durch Bonden mit den 
Kontaktflachen 19 und den innerhalb des Rahmentragers 
verlaufenden Leiterbahnabschnitten elektrisch verbunden. 

Im AnschluB daran wird der Versteifungsrahmen 22 mit- 
tels eines elektrisch isolierenden Klebers auf den Rahmen- 
trager 23 aufgeklebt, 

Bedingt durch das Vorsehen eines Rahmentragers im all- 
gemeinen und dessen besondere Gestaltung im besonderen 
ist z wise hen dem Versteifungsrahmen 22 und dem Rahmen- 
trager 23 eine rundurn luckenlose und dichte Verbindung 
herstellbar, durch welche der Versteifungsrahmen und der 
Rahmentrager zuverlassig voneinander elektrisch isoliert 
sind; die Leiterbahnen 16 und 17 konnen weder durch den 
Versteifungsrahmen 22 noch durch den Rahmentrager 23 
kurzgeschlossen werden. 

Der vom Versteifungsrahmen 22 umschlossene Bereich 
wird sodann mehr oder weniger voUstandig mit der Abdeck- 
masse 24 aufgefullt. 

AbschlieBend werden die auf die beschriebene An und 
Weise hergestellten Chipmodule aus dern Tragerband ausge- 
schnilten und wie in der Fig. 3 gezeigt in jeweilige Chipkar- 
tenkorper 25 eingesetzt und mil diesen mcchanisch und ge- 
gebenenfalis auch elektrisch verbunden. 



Das vorstehend hinsichtlich des Aufbaus und dei Herstel- 
lung beschriebene Chipmodul ist ein Chipmodul ohne Chi- 
pinsel, d. h. ein Chipmodul, bei welchem der Chip auf den 
Trager aufgesetzt ist. Die Erfindung ist jedocii pfinzipiell 

5 auch bei Chiprnodulen mit Chipinseln, d. h. bei Chiprnodu- 
len, bei welchen der Chip in eine im TVager vorgesehene 
Aussparung eingesetzt wird, anwendbar. 

Der Rahmentrager 23 ist nicht nur zum Aufsetzen eines 
Versteifungsrahmens 22 verwendbar; er kann auch dann 

10 wertvoUe Dienste leisten, wenn kein Versteifungsrahmen 
vorgesehen wird. Auf den besagten Versteifungsrahmen 22 
kann unter anderem verzichtet werden, wenn der Chip mit 
einer Abdeckmasse bedeckt wird, die wie beispielsweise 
eine Moldmasse, eine thermisch aushartende Abdeckmasse 

15 oder dergleichen ohne den Versteifungsrahmen verarbeitet 
werden kann und selbst entsprechend fest (steif) wird. In 
diesem Fall kann die sockelartige Erhebung in Form des zu- 
vor ausfuhrlich beschriebenen Ralimentragers 23 zum An- 
und/oder Aufsetzen von GuBfomien oder sonstigen Hilfs- 

20 mitteln dienen. Das Herstellen der Chipabdeckung unter 
Verwendung des Rahmentragers 23 ist dabei in zweifacher 
Hinsicht vorteilhaft: einerseitjs ist dadurch verhinderbar, daB 
die Chipabdeckung schief und/oder in sonstiger Weise ab- 
weichend von einer vorgegebenen Sollposition und/oder 

25 Sollausrichtung gefertigt wird, und andererseits kann auch 
hier (aus im wesentlichen den selben Griinden wie im Fall 
des Vorsehens eines Versteifungsrahmens) verhindert wer- 
den, daB auBerhalb der eigentlichen Chipabdeckung verlau- 
fende Abschnitte der Leiterbahnen 16. und 17 aiit. Abdeck- 

30 masse bedeckt und damit unbrauchbar fur Verbindungen mit 
auBerhalb des Chipmoduls vorgesehenen Komponenten gc- 
macht werden. 

. Es ist. auch nicht erforderlich, daB die Leiterbahnen 16 
und 17 Leiterbahnen zum Verbinden des Chipmoduls mit ei- 

35 ner auBerhalb desselben vorgesehenen Antenne (Spule) 
sind; die sockelartige Erhebung in Form des Rahmentragers 
23 und/oder die beschriebene elektrische Verbindung zwi- 
schen dem Chipmodul und dem Chipkartenkorper sind auch 
dann vorteilhaft einsetzbar, wenn die Leiterbahnen 16 und 

40 17 eine beliebige andere Funktion als die vorstehend be- 
schriebene haben. - 

Wenngleich es besonders einfach und elegant ist, die sok- 
kelartige Erhebung wie die Leiterbahnen 16 und 17 und die 
Kontaktflachen 19 zusarnmen mit diesen herzustellen, so 

45 besteht auch hierauf keine Einschrankung. Die sockelartige 
Erhebung kann grundsatzlich unabhangig von den Leiter- 
bahnen 16 und 17 aus jedem beliebigen Material auf belie- 
bige Art und Weise hergestellt sein. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB mit dem 

50 beschriebenen Chipmodul insbesondere kontakdose Chip- 
karten, aber auch andere Chipkarten wesentlich zuverlassi- 
ger als bisher fehlerfrei herstellbar sind. 

Patentanspriiche 

55 

L Chipmodul insbesondere zur Implantadon in einen 
Chipkartenkorper (25), mit einem Trager (10) und ei- 
nem auf dem Trager aufgebrachten Chip (13), dadurch 
gekennzeichnet, daB auf dem Trager eine den Chip 
60 ganz oder teilweise umlaufende sockelardge Erhebung 
(23) vorgesehenen ist, auf die ein Versteifungsrahmen 
(22) aufsetzbar ist. 

2. Chipmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dai3 die Erhebung (23) durch eine auf den Trager 

65 * (10) aufgebrachte, elektrisch leitende Struktur gebildet 
wird. 

3. Chipmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Erhebung (23) ein den Chip im 
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wesentlichen vollstandig umlaufender Rahmentrager 
ist. 

4. Chipmodul nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dafi die Erhebung 
(23) derart ausgebildet ist, daB sie zum An- und/oder. 5 
Aufsetzen von GuBformen zum^Ausbilden einer den 
Chip (13) abdeckenden Chipabdeckung geeignet ist; 

5. Chipmodul nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die elektrischen Leiterbahnen (16, 17) und/ 
Oder Kontaktflachen (19) an Stellen, wo sie niit der Er- lO 
hebung (23) zusammentreffen, Bestandteil der Erhe- 
bung sind. 

6. Chipmodul nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Erhebung (23) derart ausgebildete und an- 
geordnete Unterbrechungen aufweist, daB Teile der Er- 15 
hebung, die durch die elektrischen Leiterbahnen (16, 
17) und/oder Kontaktflachen (19) gebildet werden, 
nicht durch Teile der Erhebung, welche nicht durch die 
elektrischen Leiterbahnen und/oder Kontaktflachen ge- 
bildet werden, kurzgeschlossen werden konnen. 20 

7. Chipmodul nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Unterbrechungen jeweiis zwischen Teilen 
der Erhebung (23), die durch die elektrischen Leiter- 
bahnen (16, 17) und/oder Kontaktflachen (19) gebildet 
werden, und Teilen der Erhebung, die nicht durch die 25 
elektrischen Leiterbahnen und/oder Kontaktflachen ge- 
bildet werden, vorgesehen sind. 

8. Chipmodul nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Unterbrechungen eine Breite 
zwischen 10 pm und 100 pm aufweisen. 30 

9. Chipmodul nach einem der Anspriiche 5 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Teile der Erhebung (23), 
die durch die elektrischen Leiterbahnen (16, 17) und/ 
Oder Kontaktflachen (19) gebildet werden, die selbe 
Hohe wie oder eine geringere Hohe als die Teile der Er- 35 
hebung aufweisen, welche nicht durch die elektrischen 
Leiterbahnen und/oder Kontaktflachen gebildet wer- 
den. 
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